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Abstract 


In bonding an electrical/electronic component (I) and a substrate (II) with a 
wiring trace (HA) etc., an electroconductive first adhesive (A1) is used for 
bonding the terminals of (I) and an electrically insulating second adhesive 
(A2) for bonding a fixing area of (I) and a mounting area of (II). The novel 
features are that (a) (A1) and (A2) (8, 1 1) are melt adhesives; and (b) (I) (8) 
extends from the terminals (3) to the terminal points (14) of (HA) (12). 
Pref. (A1 ) and (A2) have different softening points, the softening point of (A1 ) 
being higher than that of (A2). (A2) has thermal conductivity, pref. provided 
by metal oxides, whilst (A1) contains a filler with high electrical conductivity, 
pref. Ag. 

(A1) is applied to the terminals of (I) and/or to the terminal points, whilst (A2) 
is applied to the fixing area of (I) and/or mounting area of (II). Then (I) and (II) 
are aligned and heated to melt (A1) and (A2). The entire area of (I) pref. is 
bonded to (II) with (A1) and (A2). USE/ADVANTAGE - The tecnique is 
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simple. It is useful for face down mounting e.g. of ICs e.g. for producing a 
micro hybrid or thin film hybrid. 
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@ Klebverbindung zwischen einem elektronischen Bauteil und einem Substrat sowie Verfahren zur Hersteifung 
der Klebverbindung 

@ Die Erfindung betriffl eine Klebverbindung zwischen ei- 
nem elektrischen/elektronischen Bauteil und einem mit 
Leiterbahnstruktur oder dergleichen verseherien Substrat, 
mit einem elektrisch leitenden, ersten Kleber, der mit 
Anschlussen des Bauteiis verbunden ist und mit einem , 
elektrisch isolierenden, zweiten Kleber, der zwischen einer 
BefesttgungsfJache des Bauteiis und einer Montageflache 
des Substrats angeordnet ist. Sie zeichnet sich dadurch aus, 
daS die Kleber (8, 11) als Schmelzkleber ausgebildet sind 
und da& sich der erste Kleber (8) von den Anschlussen (3) 
bis zu Anschluftpunkten (14} der Leiterbahnstruktur (12) 
erstreckt. 
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Stand der Technik 

5 

Die Erfindung betrifft eine Klebverbindung zwischen 
einem elektrischen/eleklronischen Bauteil und einem 
mit Leiterbahnstruktur oder dergleichen versehenen 
Substrat, mit einem elektrisch leitenden, ersten Kleber, 
der mit Anschlussen des Bauteils verbunden ist und mit to 
einem elektrisch isolierenden, zweiten Kleber, der zwi- 
schen einer Befestigungsflache des Bauteils und einer 
Montageflache des Substrats angeordnet isL 

A us der europaischen Patentanmeldung 03 32 402 ist 
es bekannt zwischen zwei elektrischen Bauelementen ts 
eine Klebverbindung auszubiidea Ein erster Kleber, der 
elektrisch isolierende Eigenschaften besitzt, ist in Berei- 
chen der Bauelemente zwischen diesen angeordnet, in 
denen sich keine elektrischen Leiteranordnungen befin- 
den. Dort, wo sich elektrische Leiteranordnungen der 20 
Bauelemente gegenuberliegen. ist auf der Leiteranord- 
hung von einem der Bauelemente ein elektrisch leiien- 
der Kleber aufgebracht in den elektrisch leitende Kon- 
taktkorper eingebettet sind. Diese Kontaktkorper sind 
in ihrem aus dem elektrisch leitenden Kleber herausra- 25 
genden Bereich im elektrisch isolierenden Kleber einge- 
bettet und erstrecken sich bis zur Leiteranordnung des 
anderen Bauelements, das heiflt, sie liegen an dieser Lei- 
teranordnung an, so daB ein elektrischer Kontakt herge- 
steiltwird. 30 

Der Gegenstand der Erfindung befaflt sich ebenfalls 
mit einer Klebverbindung zwischen elektrischen Bau- 
elementen. 

Vorteile der Erfindung 35 

Die erfindungsgemaBe Klebverbindung mit den im 
Hauptanspruch genahnten Merkmalen hat den Vorteil, 
daB auf einfache Weise elektrische/elektronische Bau- 
elemente sowohl montiert als auch elektrisch an ge- 40 
schlossen werden. Hierzu werden zwei Kleber verwen- 
det, von denen beide als Schmelzkleber ausgebildet sind. 
Der erste Kleber erstreckt sich zwischen den Leiteran- 
ordnungen der beiden Bauelemente und stellt somit eine 
elektrische Verbindung direkt ohne Zwischenschaltung 45 
der aus dem Stand der Technik bekannten Kontaktkdr- 
per her. Der zweite Kleber verbindet eine Befesjigungs- 
flache des einen Bauelements mit einer Montageflache 
des anderen Bauelements, wobei insgesamt eine im we- 
sentlichen ganzflachige Klebemontage vorliegt, die ei- 50 
nerseits mittels des ersten und.andererseits mittels des 
zweiten Klebers . realisiert isL Damit lassen sich bei- 
spielsweise einfache Face Down Montagen eines elek- 
trischen/elektronischen Bauteils (zum Beispiel eines 
IC's) auf Leiterbahnstrukturen eines Substrats (zum 55 
Beispiel iiines Mikro Hybrids oder Dunnschicht-Hy- 
brids) durchfuhren. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, daB die beiden 
Schmelzkleber unterschiedliche Erweichungstempera- 
turen aufweisen. Die Erweichungstemperatur des ersten 60 
elektrisch leitenden Klebers ist vorzugsweise groBer als 
die Erweichungstemperatur des zweiten elektrisch iso- 
lierenden Klebers. 

Eine besonders gute Warmeabfuhr vom Bauteil zum 
Substrat laOt sich dadurch erzielen, daB der zweite Kle- 65 
ber thermisch leitend ausgebildet ist. Hierzu kann er 
Metalloxyde aufweisen, die einerseits elektrisch isolie- 
ren, andererseits jedoch eine hone Warmeleitfahigkeit 


besitzen. 

Fur seine elektrische Leitfahigkeit weist der erste 
Kleber einen Fullstoff mit hoher elektrischer Leitfahig- 
keit auf. Dieser Fullstoff kann vorzugsweise Gold oder 
Silbersein. 

Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Her- 
stellung einer Klebverbindung zwischen einem elektri- 
schen/elektronischen Bauteil und einem mit Leiterbahn- 
struktur oder dergleichen versehenen Substrat, wobei 
ein elektrisch leitender, erster Kleber mit den Anschlus- 
sen des Bauteils verbunden una" ein elektrisch isolieren- 
der, zweiter Kleber zwischen einer Befestigungsflache 
des Bauteils und einer Montageflache des Substrats an- 
geordnet wird, und wobei der erste Kleber auf the An- 
schlusse und/oder auf AnschluBpunkte der Leiterbahn- 
struktur aufgebracht wird, der zweite Kleber auf der 
Befestigungsflache und/oder der Montageflache ange- 
ordnet wird und dann ein relatives Justieren von Bauteil 
und Substrat sowie ein Aufheizen bis zum Erreichen der 
Erweichungstemperaturen der als Schmelzkleber aus- 
gebildeten Kleber derart erfolgt, daB eine Verbindung 
des jeweils erweichten Klebers zwischen den Anschlus- 
sen und den AnschluBpunkten sowie der Befestigungs- 
flache und der Montageflache entsteht 

Vorzugsweise wird das Bautei! im wesentlichen ganz- 
flachig mittels des ersten und des zweiten elektrisch 
isolierenden Klebers auf das Substrat geklebt 

Zur Herstellung der Klebverbindung ist es vorteil- 
haft, wenn zunachst auf die die.Anschlusse aufweisende 
Seite des Bauteils ein Fotolack oder dergleichen aufge- 
bracht wird. Das Aufbringen des Fotolacks erfolgt vor- . 
zugsweise mittels eines Schleuderverfahrens. 

AnschlieBend wird dann der die Anschlusse abdek- 
kende Bereich des Fotolacks zur Annahme eines kleb- 
rigen Zustandes belichtet Der Fotolack oder die Foto- 
beschichtung ist also derart ausgebildet, daB ihre Belich- 
tung zu der Ausbildung einer Klebstruktur der belichte- 
ten Flachen fuhru Auf die so gebildeten klebrigen Berei- 
che wird dann der erste Kleber aufgebracht Dieser be- 
findet sich vorzugsweise im Zustand eines Pulvers oder 
eines Granulats, so daB beim Aufbringen auf den jewei- 
ligen klebrigen Bereich ein entsprechender Anteil des 
ersten Klebers, der sich noch nicht in seinem klebrigen 
Zustand befindet, haftet; der ubrige Anteil des Klebers, 
der nicht an den klebrigen Bereichen haftet, fallt von der 
entsprechenden Oberflache des Bauteils herab und 
kann aufgefangen und wieder verwendet werden. 

AnschlieBend wird dann der die Befestigungsflache 
abdeckende Anteil des Fotolacks zur Annahme eines 
klebrigen Zustandes belichtet und der zweite Kleber, 
vorzugsweise ebenfalls als Pulver oder als Granulat, 
aufgebracht Auch der zweite Kleber befindet sich nicht 
in seinem klebrigen Zustand, das heiBt er weist eine 
Temperatur auf, die unterhalb der Erweichungstempe- 
ratur liegt Auch hier wird der OberschuB wieder von 
der Oberflache des Bauteils entfernt Insbesondere kann 
vorgesehen sein, daB der erste oder der zweite Kleber 
auf das Bauteil "aufgeriittelt" wird. 

SchlieBlich wird dann das Bauteil auf eine erste Tem- 
peratur gebracht, die zum Verdampfen des Fotolacks 
fuhrt, wobei diese erste Temperatur kleiner als die Auf- 
schmelztemperatur der Kleber ist. Hierdurch wird der 
Fotolack oder dergleichen entfernt ("ausgeheizt"). 

AnschlieBend wird das Bauteil auf eine zweite hdhere 
Temperatur gebracht die zum Aufschmeizen beider 
Kleber fuhrt so daB sich aus den Pulvern oder Granula- 
ten der beiden Kleber eine durchgehende Kleberschicht 
bildet Dabei befindet sich der erste Kleber auf den 
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Anschliissen des Bauelements und der zweite Kleber 

♦ auf der Befestigungsflache. Erster und zweiter Kleber 
*konnen direkt aneinander grenzen. Dadurch, daB der 

zweite Kleber elektrisch isoliert, kommt es zu keinen 
Kurzschlussen zwischen angrenzenden, mil dem ersten 

* JCleber benetzten Anschliissen des Bauteils. 

Das so praparierte Bauteil kann dann mittels der 
nachfolgend geschilderten Klebmontage auf einem Sub- 
strat befestigt werden. Sofern eine Vielzahl von zusam- 
menhangenden Bauteilen zunachst fur eine Klebemon- 
tage mil dem ersten und dem zweiten Kleber versehen 
wird, also ein Vereinzeln der Bauteile (zum Beispiel der 
IC's) vorzunehmen ist, wird vor der Klebemontage eine 
Trennung der einzelnen, vorbereiteten Bauteile zum 
Beispiei durch Zersagen einer Wafer-Struktur oder der- 
gleichen vorgenommen. 

Um nunmehr die Klebmontage eines oder mehrerer 
Bauteile auf dem Substrat yornehmen zu konnen, er- 
folgt zunachst eine Justierung zwischen Bauteil und 
Substrat derart, daB die Anschlusse des beziehungswei- 
se der Bauteile in der gewunschten Position zur Leiter- 
bahnstruktur des Substrats liegen. 

Nach dieser Justierung wird das Bauteil auf eine dritte 
Temperatur aufgeheizt, was vorzugsweise dadurch er- 
folgt, daB das Bauteil auf das auf die dritte Temperatur 
aufgeheizte Substrat aufgesetzt wird. Hierdurch kommt 
es zum Aufschmelzen des zweiten elektrisch isolieren- 
den Klebers, wobei jedoch der erste elektrisch leitende 
Kleber noch nicht aufschmilzt, da er eine hohere Erwei- 
chungstemperatur aufweist Es bildet sich dadurch eine 
flachige, thermisch gut leitende, elektrisch isolierende 
Klebverbindung zwischen Bauteil und Substrat, wobei 
die Anschlusse des Bauteils, die insbesondere als Bump- 
strukturen ausgebildet sind, aufgrund des Auftrages des 
ersten Klebers- elektrisch leitende Kleberbumps aufwei- 
sen, die auf den Leiterbahnstrukturen des Substrats auf- 
setzen. Das Bauteil wird dann auf eine vierte hohere 
Temperatur aufgeheizt, die zum Aufschmelzen des er- 
sten Klebers fuhrt, wodurch eine innige, elektrisch lei- 
tende Verbindung zwischen den Anschliissen und der 
Leiterbahnstruktur hergestellt wird. Das Aufheizen des 
Bauteils auf die vierte Temperatur kann vorzugsweise 
uber einen Stempel (Die Stempel) erfolgen, der eine 
zusatzliche Warmemenge zum Erreichen der vierten 
Temperatur zufuhrL 

AnschlieBend erfolgt dann eine Abkuhlung der so ge- 
bildeten Schaltungsanordnung. 

Da sich die Anschlusse des Bauteils innerhalb des 
Umrisses der Bauteilflache (zum Beispiel eines IC's) be- 
finden, benotigt man fur den AnschluB keine zusatzli- 
chen AnschluBflachen, so dafl eine erhebliche Flachen- 
einsparung gegeniiber konventionellen AnschluBver- 
fahren (wie zum Beispiel Bonden, das Bondflachen fur 
die Bonddrahte mit einem entsprechenden Fan Out be- 
notigt) gegeben ist Auch gegeniiber den bekannten An- 
schluBverfahren mit Kpntaktspihne besteht eine erheb- 
liche Platzeinsparung. Ein weiterer Vorteil besteht dar- 
in, daB die Kontaktierung im Vergleich zum Beispiel 
zum Diinndraht- oder Dickdrahtbonden -simultan 
durch den Aufschmelzvorgang erfolgt, so daB zum Bei- 
spiei viele hundert Anschlusse simultan, also gleichzeitig 
erstellt werden konnen. Durch den zweiten, isolierenden 
Kleber, der eine hohe Warmeleitfahigkeit aufweist, 
kann durch die Face Down Montage der Bauteile deren 
Verlustteistung fur eine gute Kuhlung in Richtung des 
Substrats (zum Beispiel Keramiksubstrat mit Grund- 
platte) abgefuhrt werden. Durch den Einsatz der er- 
wahnten Schmelzkteber laOt sich eine hohe Etastiziiat 
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der Klebverbindung (rund 300%) erzielen. was zu einer 
nahezu spannungsfreien Montage fuhrt. Piezoeffekte 
werden weitgehendst vermieden. 

Selbstverstandlich ist die Erfindung nicht darauf be- 
5 grenzt, daB das Bauteil mit Fotolack und dem ersten 
beziehungsweise zweiten Kleber beschichtet wird. Es ist 
selbstverstandlich auch der umgekehrte Vorgang mog- 
lich, der darin besteht, daB das Substrat entsprechend 
behandelt wird. Auch ist es moglich, sowoh! auf dem 
io Bauteil und auch auf dem Substrat den oder die Kleber 
mittels Fotolack aufzubringen. 

Zeichnung 

t5 Die Erfindung wird im folgenden anhand der Figuren 
naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Wafers, der 
aneinanderhangende Bauteilstrukturen aufweist, 

Fig. 2 den Wafer der Fig. 2 mit Fotolackbeschichtung, 
20 Fig. 3 die Anordnung der Fig. 2 mit auf Anschliissen 
der Bauteile aufgebrachten elektrisch leitenden Kleber, 

Fig. 4 die Anordnung der Fig. 3 mit zwischen den 
Anschliissen aufgebrachten etektrisch isolierenden Kle- 
ber, 

25 Fig. 5 eine Vereinzelung der Bauteile des Wafers ge- 
maB der Anordnung der Fig. 4 und 

Fig. 6 eine Klebmontage eines Bauteils auf ein mit 
Leiterbahnstrukturen versehenes Substrat 

Die Fig. I zeigt einen Abschnitt eines Wafers 1, der 

30 einstuckig aneinanderhangende elektronische Bauteile 
2 aufweist, die zum Beispiel als integrierte Schaltungen 
(ICs) ausgebildet sein konnen. Die einzelnen Bauteile 
weisen Anschlusse 3 auf, die als Bumps ausgebildet sind. 
Diese Bumps besitzen etwa eine Hohe von 4 um. 

35 GemaB Fig. 2 wird auf der nach oben liegenden Un- 
terseite 4 der elektronischen Bauteile 2 eine fotoemp- 
findliche Schicht 5, insbesondere ein Fotolack 6 aufge- 
bracht Dies erfolgt vorzugsweise mil einer Dicke von 
ca. 5 m. Fur das Aufbringen wird insbesondere ein 

40 Schleuderverfahren eingesetzt . 

AnschlieBend werden die die Anschlusse 3 abdecken- 
den Bereiche 7 des Fotolacks 6 belichtet, wodurch diese 
Bereiche 7 einen klebrigen Zustand eirinehmen. Die Be- 
lichtung kann mit einer geeigneten Maske erfolgen. Auf 

45 den Fotolack 6 wird dann ein erster Kleber 8 als Granu- 
lat aufgebracht, vorzugsweise aufgeruttelL Dieser erste 
Kleber ist elektrisch leitend; er weist vorzugsweise ei- , 
nen Fullstoff mit hoher elektrischer Leitfahigkeit, vor- 
zugsweise Silber oder Gold, auf. Das Granulat des er- 

50 sten Klebers 8, was selbst nicht klebrig ist, haftet beim 
Aufbringen auf den klebrigen Bereichen 7; der Rest des 
Granulats rutscht von der Fotolackschicht (Fotolack 6) 
ab, so daB sich der in der Fig. 3 dargesteilte Zustand 
ergibt. Die einzelnen Bumps sind hierdurch mit Granu- 

55 lat des ersten Klebers 8 versehen. 

Nachfolgend wird dann — gemaB Fig. 4 — ein eine 
Befestigungsflache 9 jedes Bauteils 2 abdeckender An- 
teil 10 des Fotolacks 6 in einem zweiten Belichtungsvor- 
gang in den klebrigen Zustand uberfuhrt. Es wird dann 

60 das Granulat eines zweiten Klebers 11 aufgebracht, so 
daB die Granulatkorper an den klebrigen Anteilen 10 
des Fotolacks 6 haften. Dies erfolgt — wie aus der Fig. 4 
ersichtlich — vorzugsweise zwischen den Anschliissen 3 
der einzelnen Bauelemente 2. 

65 Bei dem ersten Kleber 8 und dem zweiten KJeber 11 
handelt es sich jeweils um Schmelzkleber, die im granu- 
latformigen Zustand nicht klebrig sind, sondern erst 
durch entsprechende Temperaturbeaufschlagung in den 
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klebrigen Zustand versetzt werden konnen. Bei, dem 
zweiten Kleber handelt es sich urn einen elektrisch iso- 
lierenden Kleber. 

AnschlieBend wird der Wafer 1 auf eine erste Tempe- 
ratur gebracht, die dazu fuhrt daB der Fotolack 6 "aus- 5 
geheizt" wird, das heiBt. er verdampf t 

Dann werden die Bauteile 2 auf eine zweite Tempera- 
tur gebracht die zum Aufschmelzen der Kleber 8 und 1] 
fCihrt so daB sich aus den Granulaten der beiden Kleber 
einedurchgehendeKJeberschichtbildet 10 

GemaB Fig. 5 konnen dann die einzelnen Bauelemen- 
te 2 durch Zersagen des Wafers ! separiert werden. 

Urn nun - gemaB Fig. 6 — ein Bauteil 2 auf einem 
mit Leiterbahnstruktur 12 versehenes Substrat 13 zu 
befestigen, wird zunachst das Bauteil 2 relativ zum Sub- 15 
strat derart justiert, daB die Anschlusse 3 des Bauteils 2 
entsprechenden AnschluBpunkten 14 der Leiterbahn- 
struktur 12 gegenuberliegen. 

Nach dieser Justierung wird das Bauteil 2 auf das eine 
dritte Temperatur aufgeheizte Substrat 13 aufgesetzt 20 
wobei die dritte Temperatur zum Aufschmelzen des 
zweiten Klebers 11, jedoch nicht zum Aufschmelzen des 
ersten Klebers 8, fuhrt. Zum Beispiel besitzt das Sub- 
strat 13 eine Temperatur von etwa 150° C so daB der bei 
niedriger Temperatur schmelzende Kleber 11 auf- 25 
schmilzt und eine flachige thermisch leitende Klebver- 
bindung zwischen dem Bauteil 2 und dem Substrat 13 
entsteht Dabei setzen die durch den ersten Kleber 8 
gebildeten Kleberbumps auf den AnschluBpunkten 14 
der Leiterbahnstruktur 12 des Substrats 13 auf. Es wird 30 
dann mittels eihes Stempels eine zusatzliche WSrme- 
menge dem Bauteil 2 zugefuhrt, die zum Erreichen einer 
vierten Temperatur fuhrt, bei der der erste Kleber 8 
aufschmilzt, was zum Beispiel bei ca. 190°C erfolgen 
kann, wodurch die Klebebumps aufschmelzen und ein 35 
elektrischer Kontakt zwischen den Anschltissen 3 und 
den AnschluBpunkten 14 hergestellt wird. 

AnschlieBend erfolgt ein Abkuhlen der so gebildeten 
Schaltungsanordnung. 

Analog kanh der Kleberauftrag auch auf dem Sub- 40 
strat 13 in entsprechender Weise erfolgen. Oberdies ist 
es auch moglich, daB in entsprechender Weise die Mon- 
tage von Bauelementen die Kondensatoren, SMD- 
Quarzen, SMD-Widerstanden usw. erfolgt (SMD = 
Surface mounted device). 45 

Paten tanspruche 

1. Klebverbindung zwischen einem elektrischen/ 
elektronischen Bauteil und einem mit Leiterbahn- 50 
struktur oder dergleichen versehenen Substrat, mit 
einem elektrisch leitenden, ersten Kleber, der mit 
Anschlussen des Bauteils verbunden ist und mit ei- 
nem elektrisch isolierenden, zweiten Kleber, der 
zwischen einer Befestigungsflache des Bauteils und 55 
einer Montageflache des Substrats angeordnet ist, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Kleber (8, 11) als 
Schmelzkleber ausgebildet sind und daB sich der 
erste Kleber (8) von den Anschlussen (3) bis zu 
AnschluBpunkten (14) der Leiterbahnstruktur (12) 6 o 
erstreckt. 

2. Klebverbindung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die beiden Schmelzkleber (8, 1 1) 
un terschiedliche Erweichungstemperaturen auf- 
weisen. 65 

3. Klebverbindung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Er- 
weichungsiemperatur des ersten Klebers (8) gro- 
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Ber als die Erweichungstemperatur des zweiten 
Klebers (11) ist 

4. Klebverbindung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der zwei- 
te Kleber (11) thermisch leitend ausgebildet ist. 

5. Klebverbindung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der zwei- 
te Kleber (11) Metalloxide fur . seine thermische 
Leitfahigkeitaufweist 

6. Klebverbindung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der erste 
Kleber (8) einen Fullstoff mit hoher elektrischer 
Leitfahigkeitaufweist. 

7. Klebverbindung nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Fullstoff Silber ist 

8. Verfahren zu Herstellung einer Klebverbindung 
zwischen einem elektrischen/elektronischen Bau- 
teil und einem mit Leiterbahnstruktur oder derglei- 
chen versehenen Substrat, wobei ein elektrisch lei- 
tender, erster Kleber mit den Anschlussen des Bau- 
teils verbunden und ein elektrisch isolierender, 
zweiter Kleber zwischen einer Befestigungsflache 
des Bauteils und einer Montageflache des Substrats 
angeordnet wird, insbesondere zur Herstellung ei- 
ner Klebverbindung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Anspruche 1 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der erste < Kleber (8) auf die 
Anschlusse (3) und/oder auf AnschluBpunkte (14) 
der Leiterbahnstruktur (12) auf gebracht wird, daB 
der zweite Kleber (11) auf der Befestigungsflache 
(9) und/oder "der Montageflache (15) angeordnet 
wird, daB dann ein relatives Justieren von Bauteil 
(2) und Substrat (13) und ein Aufheizen bis zum 
Erreichen der Erweichungstemperaturen der als 
Schmelzkleber ausgebildeten Kleber (8, 11) derart 
erfolgt, daB eine Verbindung des jeweils erweich- 
ten Klebers (8, 11) zwischen den Anschlussen (3) 
und den AnschluBpunkten (14) sowie der Befesti- 
gungsflache (9) und der Montageflache (15) ent- 
stehL 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Bauteil (2) im wesentlichen ganz- 
flachig mittels des ersten und des zweiten Klebers 
(8. 1 1) auf das Substrat (13) geklebt ist 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet daB auf die die 
Anschlusse (3) aufweisende Seite des Bauteils (2) 
ein Fotolack (6) oder dergleichen aufgebracht wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Aufbringen des Fotolacks (6) 
durch ein Schleuderverfahren erfolgt. 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die die An- 
schlusse (3) abdeckenden Bereiche (7) des Foto- 
lacks (6) zur Annahme eines klebrigen Zustands 
belichtet werden. 

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB auf die kleb- 
rigen Bereiche (7) der erste Kleber (8), vorzugswei- 
se als Pulver oder Granulat aufgebracht, insbeson- 
dere aufgeruttelt, wird. 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB anschlie- 
Bend der die Befestigungsflache (9) abdeckende 
Anteil (10) des Fotolacks (6) zur Annahme eines 
klebrigen Zustandes belichtet wird. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet. daB auf den kleb- 
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rigen Anteil (10) der zweite Kleber (It), vorzugs- 
weise a!s Pulver oder Granulat, aufgebracht, insbe- 
sondere aufgeriittelt, wird. 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Bauteil 5 
(2) auf eine erste Temperatur gebracht wird, die 
zum Verdampfen des Fotolacks (6) fuhrt, wobei 
diese erste Temperatur kleiner als die Aufschmelz- 
temperatur der Kleber (8, II) ist 

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 10 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Bauteil 
(2) arischlieBend auf eine zweite Temperatur ge- 
bracht wird, die zum Aufschmelzen der Kleber (8, 

1 1) fuhrt, so daB sich aus den Pulvern oder Granula- 
ten eine durchgehende Kleberschicht bildet 1 5 

18. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB fiir eine 
ICIebmontage das Bauteil (2) relativ zur Leiter- . 
bahnstruktur(l2)des Substrats (t3) justiert wird. 

19. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 20 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dafi nach der Ju- 
stierung das Bauteil (2) auf das auf eine dritte Tem- 
peratur aufgeheizte Substrat (13) aufgesetzt wird, 
wobei die dritte Temperatur zum Aufschmelzen 
des zweiten Klebers (1 IX jedoch nicht zum Auf- 25 
schmelzen des ersten Klebers (8), fuhrt. 

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daQ das Bauteil 
(2) auf eine vierte Temperatur aufgeheizt wird, die 
zum Aufschmelzen des ersten Klebers (8) fuhrt 30 

21. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB dem Bauteil 
(2) uber einen Stempel die zusatzliche Warmemen- 
ge zum Erreichen der vierten Temperatur zuge- 
fuhrtwircL 35 
2Z Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB sich die An- 
schlusse (3) innerhalb des Umrisses des Gehauses 
des Bauteils (2), insbesondere an der Gehauseun- 
terseite (4), befinden. 40 
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